
 
 

การสัมมนาเรื่อง  
การออกแบบบรรจุภัณฑฉลาดดวยเทคโนโลยีการพิมพอิเล็กทรอนิกส  
Smart Packaging Design by Printed Electronics Technology 

วันศุกร ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
หองประชุม CC-306 ชั้น 3 อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

________________________________________________________________________________ 
 
 บรรจุภัณฑอัจฉริยะ (smart packaging) เปนบรรจุภัณฑที่ทําหนาที่แบบใหม ๆ ที่ฉลาดขึ้น เชน มี
ความสามารถในการตรวจจับ แสดงผลและชวยโปรโมตสินคา ความกาวหนาของการนําเทคโนโลยีการพิมพ
อิเล็กทรอนิกสมาใชเกี่ยวกับบรรจุภัณฑฉลาดเปนเรื่องที่นาสนใจ บรรจุภัณฑที่ดีนอกจากตองดึงดูดใจแลว
ฟงกชั่นการทํางานตองดีดวย เชน เมื่อซื้อสินคามา บรรจุภัณฑที่หอหุมควรแกะออกงาย ในขณะเดียวกันมีความ
ทนทานไมตองดูแลรักษามาก บางสินคาอาจตองการฟงกชั่นตรวจสอบยอนกลับวาผลิตที่ใด เมื่อไร เทคโนโลยี
การพิมพอิเล็กทรอนิกส (Printed Electronics Technology ) ซึ่งจะเปนยุคของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ทําใหเราสามารถสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่บางเบา โคงงอไดและมีราคาถูก ทําใหเกิดการใชงานและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมมากมาย 
 
กําหนดการ  

13.30 – 14.00 น.  เทคโนโลยีการพิมพอิเล็กทรอนิกส 
                    โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท  
    นักวิจัยอาวุโส  

ศูนยนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกสและอิเล็กทรอนิกสอินทรีย (TOPIC) 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

14.00 – 14.45 น.  การออกแบบบรรจุภัณฑ Smart packaging  
                    โดย คุณธนฏัฐา โกสีหเดช  
    นักพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสรางสรรค 
    ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) 
14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง  
15.00 – 15.45 น.  เทคโนโลยีของ Electro luminescence  และการประยุกตใชงาน 
                    โดย คุณคทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์ 
    กรรมการผูจัดการ บริษัท อี.พี.ซ.ี คอรปอเรชั่น จํากัด 
15.45 – 16.30 น.  อธิบายรายละเอียดโครงการ ขอกําหนดการประกวด  
    และประเด็นถาม-ตอบ  
                    โดย อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน 
    อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  




